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® Flexible Leiterplatte mit beidseitigem Zugriff 
@ Bei einem Verfahren zur Herstellung einer flexiblen Lei- 
terplatte mit beidseitigem Zugriff wird eine metallische 

Leiterbahnfolie (2) auf eine Basisfolie (1) aufgebracht und 

zur Erzeugung von Leiterbahnen strukturiert. Uber den 

Leiterbahnen wird eine Leiterbahnabdeckung (5} mit er- 

sten Kontaktierungsaussparungen (8) aufgebracht. Zwei- 

te Kontaktierungsaussparungen (9) werden in dem Basis- 

folienmaterial (4, 1) durch lokales Abtragen desselben 

mittels Laserbestrahlung erzeugt. Alternativ konnen auch 

beide Kontaktierungsaussparungen (8, 9) durch Material- 

abtrag mittels eines Lasers erzeugt werden. 
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Beschreibung 

Die Erfindung betrifft Verfahren zur Ilerstellung einer fle- 
xiblen Leiterplatte mit beidseitigem Zugriff sowie eine der- 
artige flexible Leiterplatte. 5 

Flexible Lcir.crplat.tcn (sog. Flcxlcitcrplatt.cn) werden in 
viclcn Bcrcichcn dcr Tcchnik als clckt.rischc Vcrhindungs- 
elemente und Schaltungstrager eingesetzt. 

Es ist bereits bekannt, zur Fertigung von flexiblen Leiter- 
platten mit einseitigem Zugriff (d. h. mit Kontaktierungs- 10 
aussparungen entweder nur in der Basisfolie oder nur in der 
Deckfolie) einen kostengiinstigen Rolle- zu- Rolle- ProzeB 
einzusetzen. Vom Basismaterialhersteller in Rollenform ge- 
liefertes Basismaterial bestehend aus einer Basisfolie mit 
bereits aufgebrachter Cu-Folie wird kontinuierlich von der 15 
Rolle abgerollt, die Cu-Folie wird in Leiterbahnen struktu- 
riert, auf die strukturierte Cu-Folie wird eine an den spater 
auszubildenden KonLaklierungsstellen bereits mit Ausstan- 
zungen versehene Deckfolie aufgewalzt, und die so herge- 
stelite Materialbahn wird am Ende der Fertigungslinie wie- 20 
der auf eine Rolle aufgerollt. 

Leiterplatten mit beidseitigem Zugriff (d. h. mit Kontak- 
tierungsaussparungen sowohl in der Basisfolie als auch in 
der Deckfolie) konnen nicht in einem Rolle- zu-Rolle-Pro- 
zeB hergestellt werden, da dieser ProzeB aufgrund unter- 25 
schiedlichen Dehnungsverhaltens des Basismaterials (Ba- 
sisfolie mit Cu-Folie) und der gestanzten Deckfolie keine 
ausreichende Positioniergenauigkeit fur die bei einer Leiter- 
platte mit beidseitigem Zugriff erforderliche sehr lage- 
genauc Ausrichtung dcr gestanzten Basisfolie zur gestanz- 30 
ten Deckfolie zcigt. Aus dicscm Grund werden flexible Lci- 
terplatten mit beidseitigem Zugriff nicht am kontinuierli- 
chen Material sondem in einem vergleichsweise kostenin- 
tensiven Verfahren unter Verwendung von Einzelbearbei- 
tungs-Materialabschnitten (sog. Nutzen) hergestellt. 35 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren 
zur Herstellung einer flexiblen Leiterplatte mit beidseitigem 
Zugriff anzugeben, das kostengunstig durchfuhrbar ist und 
eine hohe Flexibility bei der ProzeBfuhrung gestattet. Des 
weiteren zielt die Erfindung darauf ab, eine kostengunstig 40 
herstellbare flexible Leiterplatte mit beidseitigem Zugriff zu 
schaffen. 

Zur Losung der Aufgabenstellung sind die Merkmale der 
unabhangigen Ansprtiche vorgesehen. 

Ein wesentlicher Vorteil beider erfindungsgemaBer Ver- 45 
fahren besteht darin, daB sie erlauben, einen kostengiinsti- 
gen Rollezu-Rolle-ProzeB bei der Fertigung der flexiblen 
Leiterplatte mit beidseitigem Zugriff einzusetzen. Ferner ist 
vorteilhaft, daB der oder die Laserbearbeitungsschritte prin- 
zipiell zu jedem beliebigen Zeitpunkt im Fertigungsablauf 50 
der flexiblen Leiterplatte, d. h. sowohl im Rahmen von Be- 
arbeitungsschritten, die am kontinuierlichen Material statt- 
finden, als auch bei spateren ProzeBschritten und gegebe- 
ncn falls erst unmittclbar vor dcr Bcstiickung dcr konturicr- 
ten flexiblen Leiterplatte mit elektrischen Bauelementen 55 
durchgefuhrt werden konnen. SchlieBlich weisen beide er- 
findung sgemaBe Verfahren im Vergleich zu konventionellen 
Verfahren, die einen mechanischen Stanzschritt zur Ausbil- 
dung der zweiten Kontaktierungsaussparungen einsetzen, 
eine hohe und vor allem durch Softwareeinsatz erreichbare 60 
Anpassungsfahigkeit an Anderungen in der ProzeBgestal- 
tung auf. Wahrend bei einem konventionellen StanzprozeB 
eine Anderung der gewiinschten Slanzpositionen oder -mu- 
ster einen Teileaustausch (des SLanzwerkzeuges) erforder- 
lich maeht, sind bei den erfindungsgemaBen Verfahren in ei- 65 
nem solchen Fall lediglich Laser- und/oder Laserpositio- 
nierparameter Softw are-tec hnisch zu verstellen. 

GemaB dem ersten erfindungsgemaBen Verfahren (An- 
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spruch 1) wird der Laserbearbeitungsschritt vorzugsweise 
nach dem Aufbringen der Leiterbahnabdeckung, die die er- 
sten Kontaktierungsaussparungen enthalt, durchgefuhrt. In 
diesem Fall bietet es sich an, die ProzeBschritte "Strukturie- 
ren der Leiterbahnfolie" und "Aufbringen der Leiterbahnab- 
deckung" im Rahmen cincs Rollc-zu-Rollc-Prozcsscs an ei- 
ner kontinuierlichen Materialbahn auszufuhrcn. 

GemaB einer besonders bevorzugten Verfahrensvariante 
wird der Laserbearbeitungsschritt dann in den (eine kontinu- 
ierliche Materialbahn verwendenden) Rolle-zu-Rolle-Pro- 
zeB integriert. Bei dieser Vorgehensweise wird eine maxi- 
male Kostenersparnis erreicht, da am Ende des (kostengiin- 
stigen) Rolle-zu-Rolle-Prozesses bereits samtliche ersten 
und zweiten Kontaktierungsaussparungen in dem Leiter- 
platten-Schichtaufbau fertiggestellt sind. 

In alternativer Weise konnen auch nur die ProzeBschritte 
"Strukturieren der Leiterbahnfolie" und "Aufbringen der 
Leiterbahnabdeckung" im Rahmen eines Rolle-zu-Rolle- 
Prozesses an einer kontinuierlichen Materialbahn ausge- 
fiihrt werden, die Materialbahn nachfolgend in Einzelbear- 
beitungs-Materialabschnitte aufgetrennt werden und der La- 
serbearbeitungsschritt dann an den Einzelbearbeitungs- Ma- 
terial abschnitten ausgefiihrt werden. 

GemaB einer dritten Alternative des ersten Verfahrens 
wird der Laserbearbeitungsschritt zu einem noch spateren 
Zeitpunkt in der ProzeBfolge, namlich erst nach dem Aus- 
stanzen ("Konturstanzen") der einzelnen Leiterplatten aus 
dem Einzelbearbeitungs- Materialabschnitt realisiert. 

GemaB dem zweiten erfindungsgemaBen Verfahren (An- 
spruch 6) wird sowohl zurErzcugung dcr ersten als auch zur 
Erzcugung dcr zweiten Kontaktierungsaussparungen cin 
Laserbearbeitungsschritt eingesetzt. Wie bei dem ersten er- 
findungsgemaBen Verfahren konnen auch hier die beiden 
Laserbearbeitungsschritte zu unterschiedlichen ProzeBzeit- 
punkten und insbesondere im Rahmen eines Rolle- zu-Rolle- 
Prozesses durchgefuhrt werden. 

Vorzugsweise erzeugt der Laser einen Lichtfleck mit ei- 
nem Durchmesser im Bereich von 100-300 urn auf der Ba- 
sisfolie (und beim zweiten Verfahren auch auf der Leiter- 
bahnabdeckung), wodurch erreicht wird, daB zu jedem Zeit- 
punkt nur ein kleinflachiger Materialbereich abgetragen 
wird. Dadurch wird die Gefahr einer Schadigung des Basis- 
folienmaterials (Leiterbahnabdeckungsmalerials) reduziert. 

Eine weitere bevorzugte MaBnahme der Erfindung kenn- 
zeichnet sich dadurch, daB der Lichtfleck des Lasers die zu 
entfernende Basisfolie (ggf. auch Leiterbahnabdeckung) mit 
einer Geschwindigkeit im Bereich von 10-50 cm/s, insbe- 
sondere etwa 20 cm/s uberstreicht. Dies gewahrleistet einer- 
seits eine ausreichend schnelle Fertigung der zweiten (ggf. 
auch ersten) Kontaktierungsaussparungen und andererseils, 
daB keine Schadigung der metallischen Leiterbahnfolie 
durch eine zu lange andauernde Strahlungseinkopplung des 
Laserlichts am gleichen Ort auftreten kann. 

Ebcn falls aus Griindcn des Bcschadigungsschutzcs kann 
vorgesehen sein, daB die Basisfolie (ggf. auch Leiterbahnab- 
deckung) im Bereich einer freizulegenden zweiten (ggf. 
auch ersten) Kontaktierungsaussparung durch mehrmaliges, 
insbesondere 2-bis 4-faches Ubersireichen des Laserlicht- 
flecks schichtweise abgetragen wird. 

Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung sind 
in den Unteranspruchen angegeben. 

Die Erfindung wird nachfolgend anhand eines AusfUh- 
rungsbeispiels des ersten Verfahrens unter Bezugnahme auf 
die Zeichnung naher erlaulert. In dieser zeigt: 

Fig. la eine schematische Darstellung der Schichtfolge 
einer flexiblen Leiterplatte vor dem Anheften einer Leiter- 
bahnabdeckung an ein Basismaterial; 

Fig. lb die in Fig. la gezeigte Schichtfolge nach dem An- 
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heften der Leiterbahnabdeckung an das Basismaterial; 

Fig. lc die in Fig. lb gezeigte Schichtfolge nach dem La- 
serbearbeitungsschritt; 

Fig, 2a eine Abwandlung der Fig. la; 

Fig. 2b eine Abwandlung der Fig. lb; 

Fig. 2c cine Abwandlung der Fig. 1 c; 

Fig. 3a cine schcmatischc Darstcllung cincs spiral formi- 
gen Mated alabtragewegs; und 

Fig. 3b eine schematische Darstellung eines meanderfor- 
migen Materialabtragewegs. 

Im folgenden wird unter Bezugnahme auf die Fig. lac 
und 2a-c ein erfindungsgemaBer Herstellungsablauf einer 
ftexiblen Leiterplatte mil beidseitigem Zugriff gemaB dem 
ersten erfindungsgernaBen Verfahren erlautert. Dabei unter- 
scheidet sich die anhand der Fig. la-c erlauterte ProzeB- 
folge von der anhand der Fig. 2a-c erlauterte ProzeBfolge 
lediglich durch die Verwendung unterschiedlicher Basisma- 
teri alien. 

GemaB den Fig. la-c besieht das BasismaLerial 3.1 aus ei- 
ner dunnen Kunststoff-Basisfolie 1, einer metallischen Lei- 
terbahnfolie 2 und einer zwischen der Basisfolie 1 und der 
Leiterbahnfolie 2 vorgesehenen Klebstoffschicht 4. 

Die Basisfolie 1 kann beispielsweise aus Polyester, Poly- 
imid oder Teflon bestehen. Als Leiterbahnfolie 2 wird iibli- 
cherweise eine dunne Cu-Folie (Dicke beispielsweise 
17,5 um, 35 urn oder 70 fim) eingesetzt. Es konnen aber 
auch Leiterbahnfolien 2 bis zu einer Dicke von etwa 250 um 
verwendet werden. 

GemaB den Fig. 2a-c kann das Basismaterial 3.2 auch 
ohnc zwischcnlicgcndc KIcbstofTschicht. 4 aufgebaul scin. 

Fcrtigungstcchnisch wird das Basismaterial 3.1 oder 3.2 
entweder durch elektrolytisches Abscheiden des Leiter- 
bahnfolienmetalls auf der Basisfolie 1 oder durch Aufwal- 
zen der Leiterbahnfolie 2 auf die (gegebenenfalls zuvor mit 
der Klebstoffschicht 4 versehene) Basisfolie 1 erzeugt, In 
beiden Fallen wird eine kontinuierliche Basismaterialbahn 
hergestellt, welche zur weiteren Handhabung oder zu Trans- 
portzwecken zu einer Rolle aufgerollt werden kann. 

In einem folgenden Fertigungsschritt wird die Leiter- 
bahnfolie 2 strukturiert, d. h. es wird das Leiterbahnmuster 
herausgebildet. Dieser Schritt erfolgt ebenfalls am kontinu- 
ierlichen Material, d. h. entweder in dem vorslehend be- 
schriebenen oder in einem spaler und ggf. an einem anderen 
Ort durchzufuhrenden Rolle-zu-Rolle-ProzeB. Hierzu wird 
die Leiterbahnfolie 2 zunachst chemisch gereinigu es wird 
ein Photoresist auf die Leiterbahnfolie 2 aufgeklebt, der 
Photoresist wird mittels eines photographischen Films be- 
lichtet (sogenannter Photodruck), die Leiterbahnen werden 
durch einen Atzschritt aus der Leiterbahnfolie 2 herausge- 
bildet und der Photoresist wird entfernt. 

Auf die strukturierte Leiterbahnfolie 2 wird in einem dar- 
auffolgenden ProzeBschritt eine Leiterbahnabdeckung auf- 
gebracht. Die Leiterbahnabdeckung kann durch ein Deck- 
material 5 bestchend aus einer dunnen KunststofT-Dcckfolic 
6 (z. B. aus Polyester, Polyimid oder Teflon) und einer an 
deren u merer, dem Basismaterial 3.1, 3.2 zugewandten 
Oberflache angebrachten optionalen Klebstoffschicht 7 rea- 
lisiert sein. Die Klebstoffschicht 7 besteht beispielsweise 
aus einem Acryl- oder Epoxidmaterial. 

Vor dem Anheften des Deckmaterials 5 an das Basismate- 
rial 3,1, 3.2 werden durch einen Stanzschritt erste Kontak- 
tierungsaussparungen 8 in das Deckmaterial 5 eingebracht, 
die bei der fertiggeslellten Flexleiterplatle einen ZugrilT von 
oben ermogliehen. Der Stanzschritt erfolgt ebenfalls im 
Rahmen eines Rolle-zu-Rolle-Prozesses am kontinuierli- 
chen Deckmaterial 5. 

Nachfolgend wird das gestanzte, kontinuierliche Deck- 
material 5 unter Druck- und Warmeanwendung auf das kon- 



tinuierliche Basismaterial 3.1 (siehe Fig. lb) oder 3.2 (siehe 
Fig. 2b) auflaminiert. 

Alternativ zu dem Aufbringen des Deckmaterials 5 kann 
die Leiterbahnabdeckung auch mittels eines Decklacks her- 
5 gestellt werden, der mit einem Siebdruckverfahren auf die 
strukturicrtcn T,citcrbahncn 2 aufgebracht wird. Auch dicscr 
ProzcB kann am kontinuicrlichcn Material, d. h. im Rahmen 
eines Rolle-zu-Rolle-Prozesses ausgefuhrt werden. 

Zur Realisierung des unterseitigen Zugriffs wird gemaB 
to der Erfindung ein Laserbearbeitungsschritt eingesetzt, siehe 
Fig, lc und 2c, Vorzugsweise wird auch der Laserbearbei- 
tungsschritt an der kontinuierlichen Materialbahn, d. h. im 
Rahmen des Polle-zu-Rolle-Prozesses ausgefuhrt. Ein oder 
mehrere Laser, vorzugsweise Nd:YAG-Laser, sind zu die- 
ts sem Zweck in der Rolle- zu-Rolle-Fertigungsstation inte- 
griert und so angeordnet, daB sie gemaB dem Pfeil X die Ba- 
sisfolie 1 der erzeugten Materialbahn 5, 3.1 oder 5, 3.2 be- 
strahlen konnen. 

Der Laserstrahl wird auf diejenigen Siellen der Basisfolie 
20 1 gerichtet, wo die zweiten Kontaktierungsaussparungen 9 
auszubilden sind. Durch die Laserbestrahlung wird das Ba- 
sisfolien material 1 (siehe Fig. 2c) oder das Basisfolienmate- 
rial 1 mit der Klebstoffschicht 4 (siehe Fig. lc) lokal erhitzt 
und verdampft. 

is Vorzugsweise wird ein fokussierter Laserstrahl mit einem 
kleinflachigen Lichtfleck eines Durch messers im Bereich 
von 100-300 um verwendet und mittels einer Strahloptik 
entlang einem vordefinierten Verfahrweg uber das zu entfer- 
nende Basismaterial 1, (4) gefiihrt. Die Geschwindigkeit, 

30 mit, der der Lichtfleck uber das Basismaterial 1, (4) gefuhn. 
wird, muB ausreichend hoch scin, damit.cincrscits cine mog- 
lichst hohe Fertigungsgeschwindigkeit erreichbar wird und 
andererseits ein Warmeeintrag nur kurzzeitig am gleichen 
Ort stattfindet. Es hat sich auch als zweckmaBig erwiesen. 

35 das Basismaterial 1, (4) durch mehrmaliges, beispielsweise 
2- bis 4-faches Abrastern im Bereich einer zweiten Kontak- 
tierungsaussparung 9 schichtweise abzutragen. Im Ergebnis 
kann durch die genannten MaBnahmen sowie eine geeignete 
Einstellung der Laserparameter erreicht werden, daB bei 

40 dem Bestrahlungsschritt einerseits ausreichend Energie ein- 
gekoppelt wird, daB die Basisfolie 1 (gegebenenfalls mit 
Klebstoffschicht 4) im Bereich der freizulegenden zweiten 
Kontaktierungsaussparungen 9 komplell abgelragen wird, 
dafl aber andererseits die eingestrahlte Energie nicht so hoch 

45 ist, daB die freigelegte Leiterbahnfolie 2 dabei aufgeschmol- 
zen oder in anderer Weise geschadigt wird. 

Ferner sollen Bereiche des Basismaterials 1, (4), in denen 
kein Materialabtrag vorgesehen ist, durch den Laserbearbei- 
tungsschritt nicht geschadigt werden. Durch die vorslehend 

50 genannten MaBnahmen sowie durch den optionalen Einsatz 
von optischen Erkennungssystemen zur Positionierung des 
Laserstrahls kann der Materialabtrag auf sehr definierte 
Weise und mit guter lateraler Kontrolle erfolgen. 

Die Fig. 3a und 3b zeigen in Draufsicht. zwei Moglichkci- 

55 ten eines schematisch dargestellten Materialabtragewegs 10, 
10' (spiralformig und meanderformig) zur Fuhrung des La- 
serlichtflecks uber die Basisfolie 1 im Bereich einer freizu- 
legenden zweiten Kontaklierungsaussparung 9. 
Nach der Erzeugung der zweiten Kontaktierungsausspa- 

60 rungen 9 kOnnen die freigelegten Leiterbahnbereiche mil ei- 
nem organischen Material abgedeckt werden, um ein Anlau- 
fen ihrer metallischen Oberflache zu vermeiden. Auch die- 
ser Verfahrensschritt kann in einem Rolle-zu-Rolle-ProzeB 
ausgefuhrt werden. 

65 Zur Weiterverarbeitung wird die Materialbahn nun in 
Einzelbearbeitungs-Materialabschnitte (Nutzen) aufge- 
trennt. Die folgenden Arbeitsschritte werden an jedem ein- 
zelnen Nutzen separat durchgefuhrt. Sie umfassen den Auf- 
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bau von metallischen Kontaktflachen im Bereich der ersten 
und zweiten Kontaktierungsaussparungen 8, 9 durch metal- 
lisches Beschichten (Verzinnen) und mechanische Bearbei- 
tungsschritle wie beispielsweise das Bohren von Bauteillo- 
chern und dergleichen. 5 

In cincm lclzt.cn Zcrtcilungsschrit.t, vvcrdcn aus jcdcm 
Nutzcn cine Viclzahl von Flex leiterplatten durch Kontur- 
stanzen ausgeschnitten. 

Nachfolgend konnen die einzelnen Leiterplatten in optio- 
naler Weise auf Versteifungsstrukturen auflaminiert werden. to 
SchlieBlich erfolgt die Bestiickung der einzelnen Flexleiter- 
platten irdt elektronischen Bauelementen. 

Der vorstehend beispielhaft erlauterte Fertigungsablauf 
ist ausgesprochen kostengimstig durchfiihrbar, da der Laser- 
bearbeitungsschritt in einem Rolle-zu-Rolle-ProzeB ausge- 15 
fuhrt wird. Unter Umstanden kann es jedoch aus anderen 
Grunden zweckmaBig sein, den Laserbearbeitungsschritt 
nichl schon an der koniinuierlichen Malerialbahn sondem 
am Nulzen und/oder sogar erst an der ferligkonlurierlen 
Flexleiterplatte auszufuhren, beispielsweise wenn nur klei- 20 
nere Stiickzahlen eines bestimmten Leiterplattendesigns be- 
notigt werden. Sofern die freiliegenden Leiterbalinbereiche 
2 in diesen Fallen erst kurz vor der Beschichtung derselben 
mit dem Kontaktflachenmetall erzeugt werden, kann auf das 
Anbringen eines Anlaufschutzes verzichtet werden. 25 

Ein nicht naher dargestelltes Ausfuhrungsbeispiel des 
zweiten erfindungsgemaBen Verfahrens unterscheidet sich 
von dem vorstehend beschriebenen Ausfiihrungsbeispiel im 
wesentlichen nur dadurch, daB auch die ersten Kontaktie- 
rungsaussparungen 8 in der Leiterbahnabdeckung 5 durch 30 
cincn T^scrvcrdampfungsprozcB rcalisicrt werden. Tn dic- 
sem Fall kann als Leiterbahnabdeckung 5 eine durchgangige 
Deckfolie 6 ohne gestanzte erste Kontaktierungsaussparun- 
gen 8 oder eine durchgangige Decklackschicht auf das Ba- 
sismaterial 3,1 oder 3.2 aufgebracht werden. 35 

Patentanspruche 

1. Verfahren zur Herstellung einer flexiblen Leiter- 
platte, mit den Schritten 40 

a) Aufbringen einer metallischen Leiterbahnfolie 
(2) auf eine Basisfolie (1); 

b) Slxuklurieren der Leiterbahnfolie (2) zur Er- 
zeugung von Leiterbahnen; 

c) Aufbringen einer Leiterbahnabdeckung (5), 45 
insbesondere Deckfolie (6) Liber den Leiterbah- 
nen, wobei in der Leiterbahnabdeckung (5) erste 
Kontaktierungsaussparungen (8) vorgesehen sind; 

gekennzeichnet durch den ProzeBschritt: 

d) lokales Abtragen des Basisfolienmaterials (1) 50 
mittels Laserbestrahlung zur Erzeugung zweiter 
Kontaktierungsaussparungen (9) in der Basisfolie 
(1). 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
net, daB der Laserbearbeitungsschritt spater als vSchritt 55 
c) erfolgt. 

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die ProzeBschritte b) und c) sowie auch 
der Laserbearbeitungsschritt im Rahmen eines Rolle- 
zu-Rolle-Prozesses an einer kontinuierlichen Material- 60 
bahn ausgefuhrt werden. 

4. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn- 
zeichnet, 

- daB die ProzeBschritte b) und c) im Rahmen ei- 
nes Rolle-zu-Rolle-Prozesses an einer kontinuier- 65 
lichen Mater ialbahn ausgefuhrt werden, 

- daB die Malerialbahn nachfolgend in Einzelbe- 
arbeitungs-Materialabschnitte aufgetrennt wird, 
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und 

- daB der Laserbearbeitungsschritt an den Einzel- 
bearbeitungs-Materialabschnitten ausgefuhrt 
wird. 

5. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn- 
zeichnet, 

- daB die ProzeBschritte b) und c) im Rahmen ei- 
nes Rolle-zu-Rolle-Prozesses an einer kontinuier- 
lichen Materialbahn durchgefuhrt werden, 

daB die Materialbahn nachfolgend in Einzelbe- 
arbeitungs-Materialabschnitte aufgetrennt wird, 

- daB die Einzelbearbeitungs-Materialabschnitte 
durch Konturstanzen jeweils in eine Vielzahl von 
flexiblen Leiterplatten weiterverarbeitet werden, 
und 

- daB der Laserbearbeitungsschritt an den einzel- 
nen flexiblen Leiterplatten ausgefuhrt wird. 

6. Verfahren zur Herstellung einer flexiblen Leiter- 
plalLe, mil den Schritten 

a) Aufbringen einer metallischen Leiterbahnfolie 
(2) auf eine Basisfolie (1) 

b) Strukturieren der Leiterbahnfolie (2) zur Er- 
zeugung von Leiterbahnen; 

c 1 ) Aufbringen einer Leiterbahnabdeckung (5), 
insbesondere Deckfolie (6) uber den Leiterbah- 
nen; 

gekennzeichnet durch die weiteren ProzeBschritte: 

dl') lokales Abtragen der Leiterbahnabdeckung 
(5) mittels Laserbestrahlung zur Erzeugung erster 
Kontaktierungsaussparungen (8) in der Leiter- 
bahnabdeckung (5); und 

d2') lokales Abtragen des Basisfolienmaterials (1) 
mittels Laserbestrahlung zur Erzeugung zweiter 
Kontaktierungsaussparungen (9) in der Basisfolie 

(1). 

7. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspril- 
che, dadurch gekennzeichnet, 

- daB der Laser einen Lichtfleck mit einem 
Durchmesser im Bereich von 100-300 urn auf der 
Basisfolie (1) und/oder der Leiterbahnabdeckung 
(5) erzeugt. 

8. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspru- 
che, dadurch gekennzeichnet, 

- daB der Lichtfleck des Lasers die zu entfer- 
nende Basisfolie (1) und/oder Leiterbahnabdek- 
kung (5) mit einer Geschwindigkeit im Bereich 
von 10-50 cm/s, insbesondere etwa 20 cm/s uber- 
streicht. 

9. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprii- 
che, dadurch gekennzeichnet, 

- daB die Basisfolie (1) im Bereich einer freizule- 
genden zweiten Kontaktierungsaussparung (9) 
und/oder die Leiterbahnabdeckung (5) im Bereich 
cincr frcizulcgcndcn ersten Kontaktierungsaus- 
sparung (8) durch mehrmaliges, insbesondere 2- 
bis 4-faches t'Jberstreichen des Laserlichlflecks 
schichtweise abgetragen wird. 

10. Verfahren nach einem der vorhergehenden An- 
spruche, dadurch gekennzeichnet, 

- daB der Laserlichtfleck zur Erzeugung einer 
Kontaktierungsaussparung (8, 9) langs eines spi- 
ral- oder meanderformigen Weges (10, 10') Uber 
die Basisfolie (1) und/oder die Leilerbahnabdek- 
kung (5) gefuhrl wird. 

11. Flexible Leiterplatte mit beidseitigem Zugriff, die 
eine Basisfolie (1), eine uber der Basisfolie (1) ange- 
ordnete, strukturierte Leiterbahnfolie (2) und eine Lei- 
terbahnabdeckung (5) umfaBt, wobei in der Leiter- 
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bahnabdeckung (5) erste Kontaktierungsaussparungen 
(8) und in der Basisfolie (1) zweite Kontaktierungsaus- 
sparungen (9) vorgesehen sind, dadurch gekennzeich- 
net, 

- daB die einen Kontaktierungsaussparungen (8) 5 
durch cincn Stanzschritt und die andcrcn Kontak- 
tierungsaussparungen (9) durch cincn Laser-Ma- 
terial abtrageschritl erzeugt sind, oder 

- daB beide Kontaktierungsaussparungen (8, 9) 
durch einen Laser-Materialabtrageschritt erzeugt to 
sind. 



Hierzu 3 Seite(n) Zeichnungen 
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